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(57)摘要

本申请提供一种芯片封装结构及封装方法、

电子设备，能够解决防水性能低下的问题，可应

用于电子设备中。该芯片封装结构，包括：基板。

芯片，具有靠近基板的第一表面和与第一表面相

对的第二表面。第一管脚层，包括设置于芯片的

第一表面与基板之间的多个管脚。塑封件，设置

在芯片和第一管脚层的一周，塑封件远离基板的

表面高于芯片的第一表面，且覆盖第一管脚层的

侧面和至少覆盖芯片的部分侧面。其中，塑封件

与芯片的侧面贴合。防水层，设置在芯片的第二

表面，以及塑封件远离基板的表面上。
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